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广东惠伦晶体科技股份有限公司 

关于全资子公司向银行申请贷款的进展公告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。 

 

一、贷款进展情况概述 

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日

召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度公司向金融机构及

融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》，同意公司（含全资子公司）

向各类金融机构及融资租赁机构（不含安徽正奇融资租赁有限公司及其一致行动

人）申请累计不超过人民币 10 亿元（不含已单独经董事会、股东大会审议通过

的中国银行与农业银行的 1.7 亿元银团贷款额度）的综合授信额度，为全资子

公司的融资提供合计人民币不超过 8亿元（不含已单独经董事会、股东大会审议

通过的与中国银行、农业银行银团贷款有关的 1.7 亿元担保额度）的担保额度。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该议案

已经 2021 年度股东大会审议通过。 

近日，公司全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司（以下简称“重庆惠

伦”）与银团签署人民币 2.7 亿元的贷款合同等相关文件，授信期限为 6 年，主

要用于置换重庆惠伦存量项目贷款（含中国银行、农业银行银团贷款）及支持基

于半导体工艺新型高基频超小型频率元器件项目建设。银团由中国工商银行股份

有限公司重庆万盛支行（以下简称“工商银行”）、中国邮政储蓄银行股份有限公

司重庆巴南分行（以下简称“邮储银行”）组成，其中，工商银行与邮储银行各

占 50%。 

本次银团贷款将以重庆惠伦自有厂房和项目机器设备提供抵押担保，详见抵

押物清单，由公司和实际控制人赵积清先生提供连带责任保证，并将由控股股东

新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）提供部分股权质押做担保。 

抵押物（厂房）清单如下： 



序号 产权证编号 抵押物位置 建筑面积 

1 渝（2022)万盛区不动产权第 000664828 号 万盛区鱼清路 1111号附 1号 249.74 ㎡ 

2 渝（2022）万盛区不动产权第 000664914 号 万盛区鱼清路 1111号附 2号 5000.87 ㎡ 

3 渝（2022）万盛区不动产权第 000664923 号 万盛区鱼清路 1111号附 3号 51.51 ㎡ 

4 渝（2022）万盛区不动产权第 000664768 号 万盛区鱼清路 1111号附 4号 23448.7 ㎡ 

5 渝（2022）万盛区不动产权第 000664892 号 万盛区鱼清路 1111号附 4号 3136.14 ㎡ 

6 渝（2022）万盛区不动产权第 000664904 号 万盛区鱼清路 1111号附 5号 105 ㎡ 

7 渝（2022）万盛区不动产权第 000664807 号 万盛区鱼清路 1111号附 6号 7449.51 ㎡ 

8 渝（2022）万盛区不动产权第 000664885 号 万盛区鱼清路 1111号附 7号 5425.32 ㎡ 

抵押物（项目机器设备）清单如下： 

名称 数量 评估价值 

基于半导体工艺新型高基频超小型频率元器

件项目机器设备 
一批 61461.58 万元 

 

二、交易对方基本情况 

（一）中国工商银行股份有限公司 

企业名称：中国工商银行股份有限公司 

统一社会信用代码：91100000100003962T 

注册资本：35,640,625.7089 万人民币 

成立日期： 1985 年 11 月 22 日 

住所： 北京市西城区复兴门内大街 55 号 

经营范围：办理人民币存款、贷款；同业拆借业务；国内外结算；办理票据

承兑、贴现、转贴现；各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；

代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理

证券资金清算业务（银证转账）；保险兼业代理业务；代理政策性银行、外国政

府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融

债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务、年金账户管

理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见

证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；



外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；

外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、

代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银

行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相

关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和

限制类项目的经营活动。） 

（二）中国邮政储蓄银行股份有限公司 

企业名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司 

统一社会信用代码：9111000071093465XC 

注册资本：9,238,396.7605 万人民币 

成立日期：2007 年 03 月 06 日 

住所： 北京市西城区金融大街 3号 

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑和贴现；发行金融债劵；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买

卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；

提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中

国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经

营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容

开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 

三、累计综合授信额度 

如上述交易完成后，公司及子公司已签署的融资协议涉及的累计融资金额

（不含安徽正奇融资租赁有限公司及其一致行动人的融资额度；不含已单独经董

事会、股东大会审议通过的中国银行与农业银行的 1.7 亿元银团贷款额度）为

人民币 96,440.00 万元；涉及的累计担保为人民币 78,900.00 万元（不含已单独

经董事会、股东大会审议通过的与中国银行、农业银行银团贷款有关的 1.7 亿元

担保额度），且无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失

的情况。本次融资事项在 2021 年度股东大会决议审批额度内，由公司授权董事

长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资有关的一切事宜，无需再提

交董事会或股东大会审议。 



四、交易目的及对公司的影响  

公司全资子公司重庆惠伦进行本次项目融资交易，主要用于置换重庆惠伦存

量项目贷款（含中国银行、农业银行银团贷款）及支持基于半导体工艺新型高基

频超小型频率元器件项目的建设，有助于满足公司资金需求，优化公司贷款期限

结构，促进公司经营发展。本次办理融资业务，不会对公司的生产经营产生重大

影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。 

 

五、备查文件 

1、银团贷款合同 

 

特此公告。 

 

 

 

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会 

                                 2023 年 2 月 9 日 


